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半導体パッケージとその材料、装置など７５品目の世界市場を調査 

◆２０１１年予測◆ 

半導体市場は世界的な大型イベントや新興市場のデジタル製品需要増で４５兆円超（０６年比１５８％） 

 

マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表 良吉 

03-3664-5841）は、このほど半導体パッケージ及びプリント配線板と関連する主要材料、装置の市場を調査した。そ

の結果を報告書「２００７エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」にまとめた。 

 

＜注目品目の動向＞ 

Ａ．製品（半導体パッケージ、プリント配線板等関連製品） 

ＣＳＰ（ＦＰ－ＢＧＡ） ２００６年 ６３億個 ２０１１年予測 ２３０億個（０６年比３６５.１％） 

※ＣＳＰ（Chip Size Package）はリードフレームを用いず、インタポーザ（パッケージ基板）を用いるＦＰ－ＢＧＡ（Fine Pitch-Ball Grid Arrey）

である。 

ＣＳＰは携帯電話をはじめノートパソコンなど各種モバイル機器向けを中心に需要が急増し、０６年の生産実績は

前年比５１.８％増となった。特にアナログ系デバイスやメモリでの需要が高まり、ピン数別実績で見ると５１～１

００ピンクラスが伸びた。ＣＳＰはアナログからデジタル、メモリまで、また１０～５００ピンまで幅広く対応でき

るパッケージである。チップサイズで実装面積の小型化にも対応できるため、半導体パッケージでは最も市場拡大が

見込まれる。量産技術も既に確立され実装コスト競争が激化している。開発面ではＭＣＰ/ＳｉＰ/ＰｏＰのパッケー

ジとしても採用が進んでいる。今後もモバイル機器向けを中心とするデバイスのチップサイズパッケージとして順調

に拡大し、２０１１年には２３０億個の市場が予測される。 

ＭＣＰ/ＳｉＰ/ＰｏＰ ２００６年 ８.３億個 ２０１１年予測 ２９億個（０６年比３４９.４％） 

※ＭＣＰ（Multi Chip Package）ＳｉＰ(System In Package)ＰｏＰ(Package On Package) 

ＭＣＰは携帯電話におけるメモリ用パッケージとして市場が形成されている。メモリが高容量化、コストアップし

ていく状況において、低容量メモリを組み合わせ新型メモリと同等の容量とコストダウンを実現するものとして市場

が拡大している。この技術を応用して特定のアプリケーション向けにマイコンなどのロジック及びアナログ系デバイ

スやディスクリート、受動部品も含めてＳｉＰとしての開発も活発化している。また、ＭＣＰやＳｉＰがベアチップ

を用いるのに対し、薄型のパッケージ化したデバイスを積層するＰｏＰも需要が増加している。 

 ０６年のＭＣＰ/ＳｉＰ/ＰｏＰの生産実績は８.３億個で、その内５億個がＭＣＰとＰｏＰ、３.３億個がＳｉＰで

ある。ＭＣＰ/ＳｉＰ/ＰｏＰは開発済みのチップを組み合わせるため、開発ＴＡＴ（システムに処理要求を送ってか

ら、結果の出力が終了するまでの時間）が短くコストダウンが図れる。携帯電話の各機能をはじめ、他のモバイル機

器やデジタル家電、パソコン、パソコン周辺機器、車載機器など幅広い分野でアプリケーションに応じて開発、製品

化されるとみられ、今後も市場拡大が予測される。 

エンベデット基板（有機系）２００６年 ２６０億円 ２０１１年予測 ８４６億円（０６年比３２５.４％） 

※エンベデッド基板は、能動部品、受動部品を内蔵する部品内蔵基板で、高密度化や高機能化、高周波特性（信号特性）、部品信頼の向上を目的と

する。無機系と有機系に大別されるが耐久性や有機素材同士の馴染みの良さ、低コストなどの特長を持つ有機系を対象としている。 

 エンベデッド基板の用途は大型ネットワークサーバやメインフレームなどのインフラ向けがほとんどで、一部携帯

電話向けなどに採用されている。０６年の市場は、インフラ向け需要の増加により前年比１５.６％増となった。そ

の市場の８５％を占めているのが北米を中心とした海外市場である。インフラ向け以外ではアプリケーションとして

携帯電話用カメラモジュールとＰＬＣ（高速電力線通信）に採用され、０６年に６００万個、０７年には携帯電話の

ワンセグ端末にも採用されたことで１,９００万個（前年比３１７.８％）の販売が見込まれる。コスト面の問題を解

消しメイン基板に採用されれば大きな市場拡大要因になるが、それまではインフラ分野が市場を牽引していくと予測

される。 
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ビルドアップ基板 ２００６年 ７,８２３億円 ２０１１年予測 １兆５５０億円（０６年比１３４.９％） 

※ビルドアップ基板は、コア層を中心に銅張シートを重ねてプレスした構造のベースタイプと、全層で任意の場所にＩＶＨ（Interstitial Via Hole）

が配置可能な全層タイプに大別される。 

ビルドアップ基板は高密度実装が要求される携帯電話やＤＳＣ（デジタルスチルカメラ）/ＤＶＣ（デジタルビデ

オカメラ）、ノートパソコンなどが主要アプリケーションとなっている。０６年の市場７,８２３億円の内９０％強が

ベースタイプである。ベースタイプの用途は携帯電話向けが６０％を占めている。全層タイプの用途も携帯電話向け

が８５％以上を占めている。何れも携帯電話が最大の用途であり、今後も携帯電話端末市場の伸長とともに拡大する

と予測される。日本の携帯電話端末台数が頭打ちであるため、特に海外市場が期待される。 

Ｂ．材料（半導体パッケージ、プリント配線板等関連材料） 

はんだボール ２００６年 ３９４億円 ２０１１年予測 １,２２０億円（０６年比３０９.６％） 

※ＢＧＡ（Ball Grid Arrey）やＣＳＰなどのパッケージの外部電極として使用されている。また、フリップチップ実装と呼ばれるパッケージ内で

チップを縦方向にスタックする際のチップ同士の接続部にも使用される。 

 ０６年のはんだボール市場は、ＣＳＰやＢＧＡの市場拡大に伴い、前年比５４.４％増となった。今後もこの市場

は確実に拡大すると予測される。技術開発のトレンドは小型化（小径化）と鉛フリー化で、小型化はφ２０μｍまで

の製造技術が確立されている。また、鉛フリー化はリフロー温度上昇がチップ性能に影響を与えるため、それを考慮

した開発が進められている。 

セラミック基板 ２００６年 ６０億円 ２０１１年予測 １０９億円（０６年比１８１.７％） 

※セラミック基板は酸化アルミニウムの焼結体で、誘電率が高くマイクロ波対応に優れている。種類としてはアルミナ基板が圧倒的に多く、一部、

窒化アルミニウム基板、炭化ケイ基板などもあるが極めて少量である。 

セラミック基板は放熱特性が良いことから、自動車のエンジン周りや電源用、一般産業機器用のハイブリッドＩＣ

向けに使用されている。各種機器の高出力化などによって、セラミック基板に対しても例外なく、大電流・高電圧対

策ニーズが高まっているが、その方向に進んだ場合はＬＴＣＣ基板（低温焼成積層セラミックス基板）やアルミ基板

との競合となる。自動車の電子化が進んでいることで自動車向け用途が拡大し、年率１０％以上の成長が見込まれ、

２０１１年には１０９億円と予測される。 

Ｃ．装置（実装関連装置） 

外観検査装置 ２００６年 ３１２億円 ２０１１年予測 ４６０億円（０６年比１４７.４％） 

 外観検査装置は、不良率の低減と実装情報の蓄積に用いられる。０６年の市場は、高密度実装の増加に伴い装置需

要が高まり前年比１７.２％増となった。その構成はリフロー後外観検査装置が５６％、印刷後外観検査装置が３４％、

実装後外観検査装置が１０％である。リフロー後検査は、製品の不良に直接関わるため、重要な検査となっている。

その為、リフロー後外観検査装置はＥＭＳ（プリント回路）メーカーなどの採用率も高く、他の外観検査装置に比べ

市場も大きい。今後も多くの電子機器で採用が増加すると見られる。市場拡大に伴い価格競争が進む一方で性能に対

する要求も厳しくなっている。印刷後外観検査装置は、はんだの印刷精度が製品の良品率に大きく関わり、印刷後検

査に対する重要性の高まりから需要が拡大している。新規ユーザーが増加しており、今後も市場は拡大すると予測さ

れる。実装後外観検査装置は、実装後検査に対する需要は強くないため市場規模は小さい。しかし、徐々に需要が高

まっており、今後は携帯電話向けが牽引し市場拡大すると予測される。 

マウンタ ２００６年 ３,１１０億円 ２０１１年予測 ３,３１５億円（０６年比１０６.６％） 

※マウンタはクリームはんだ印刷機によってペーストが塗布されたプリント配線板上に各種電子部品を実装していく装置である。 

０６年のマウンタ市場は、携帯電話やＰＣが世界的に販売好調で大手メーカーを中心に大型投資があり前年比１４.

３％増となった。ターレットタイプ（ロータリ方式で、ＸＹロボットによる装着を行わないタイプ）のマウンタはモ

ジュラータイプ（ＸＹロボットによる装着を行うタイプ）のマウンタへの移行が急速に進んでおり、市場を縮小させ

ているが、その他のマウンタは販売実績を伸ばしている。特に、速度６万ＣＰＨ（単位面積あたりの実装能力を表す

単位）以上のマウンタと４万５千未満のマウンタが市場拡大に貢献している。これらが伸びた理由は速度を重視する

大手ＥＭＳメーカーの需要が、速度６万ＣＰＨ以上のマウンタに集中し、中小規模のメーカーは４万５千未満のマウ

ンタを採用したことによる。０７年はこれらの投資が一段落したため、販売数量ベースでは３％台の伸びに止まり、

金額ベースではマイナスに転じると見込まれる。今後は北京オリンピックなどの大型イベントの開催やインドを中心

とした新興市場に向けて、デジタル製品の需要増が見込まれるため、マウンタ市場も再度伸長すると予測される。 
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＜調査結果の概要＞ ２００６年 ２０１１年予測 

半導体 ２８兆６,２５３億円 ４５兆２,４００億円（０６年比１５８.０％） 

プリント配線板関連製品 ４兆３,５０４億円 ５兆１,５９５億円（０６年比１１８.６％） 

実装関連装置 ６,５２３億円 ７,０９７億円（０６年比１０８.８％） 

０６年の半導体市場は、これまで好調なアジア地域に加え、北米での需要が２桁成長したことで前年比１４.６％

増の２８兆６,２５３億円となった。デバイスとしてはアナログＩＣやメモリ及びセンサ、オプトデバイスが何れも

２桁成長となった。一方、ＣＰＵをはじめとするマイコンやロジック系のデバイスが低成長となった。業界的には、

半導体の分業の流れとしてシリコンファンドリーやサブコンの台頭、ファブレスメーカーの成長が特に目立つ。また、

４５ｎｍレベルまでプロセス技術が進むと半導体メーカー１社だけでの設備投資や技術開発が困難となり、各メーカ

ーは戦略的に資源を集中させ始めている。そのため、アウトソーシングビジネスが活発化している。０６年末から０

７年初にかけ、新型ゲーム機やWindows VISTAの市場投入と０８年の北京オリンピックを控え、デジタル製品の需要

が高まり０７年には３１兆円、０８年には３４兆円規模が予測される。 

０６年のプリント配線板関連製品の世界市場は、リジットプリント配線板（成型された樹脂に銅箔を張った銅張積

層板をエッチングすることによって配線を施された状態の基板）が１０％弱の成長に止まったが、携帯電話やＤＳＣ

/ＤＶＣ、薄型テレビなどのデジタル機器向け用途が大半のビルドアップ基板が２０％近く成長をしたため、前年比

９.７％の４兆３,５０４億円となった。今後もビルドアップ基板は海外市場を中心に携帯電話端末市場の伸長ととも

に拡大すると予測される。また、エンベデッド基板も現状ではインフラ分野が市場を牽引しているが、携帯電話向け

のメイン基板に採用されれば更なる拡大が期待される。 

 実装関連装置は携帯電話やパソコン、テレビ、ゲーム機などのデジタル製品の好況に連動し、０６年の市場は前年

比８.５％増の６,５２３億円となった。特に市場拡大に貢献したのが、マウンタと外観検査装置である。マウンタは

大手メーカーの工場増設や設備増強を目的とした投資が相次ぎ市場を大きく伸ばしたが、これらの投資は一段落した

ため市場の伸びは鈍化すると予測される。また、外観検査装置は携帯電話向けをはじめ、高密度実装が増加している

ことと、外観検査に対する重要性の高まりから急速に伸び、今後も引き続き市場拡大が予測される。伸び率的にはさ

ほど多くはないものの、リフロー装置（大気型、窒素型）も多くの電子機器において、表面実装が進行していること

で需要が増加しており、今後も堅調な市場拡大が予測される。 

 

＜調査対象＞ 

Ａ．製品 １６品目 

１．半導体パッケージ（７品目） 

２．プリント配線板関連製品（９品目） 

Ｂ．材料 ３９品目 

 １．半導体関連材料（１４品目） 

 ２．プリント配線板関連材料（１２品目） 

 ３．その他実装関連材料（１３品目） 

Ｃ．実装関連装置 ２０品目 

＜調査方法＞ 

富士キメラ総研専門調査員による直接面接取材及び関連情報の収集・分析 

＜調査期間＞ 

２００７年３月～５月 以上 

資料タイトル ：「２００７エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」 

体   裁  ：Ａ４判   ３０４頁 

価   格  ：９７,０００円 （税込み１０１,８５０円） 

 

調査・編集  ：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門 

TEL:03-3664-5841  FAX:03-3661-7696 

発 行 所  ：株式会社 富士キメラ総研 

〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町２－５ Ｆ・Ｋビル 
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